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１．概要（Summary） 
 MEMS 力センサ作製の最終工程にステルスダイシング

装置を活用することにより，同じウエハ，同じプロセスを用

いて，これまでの約 2 倍の数のセンサを作製することに成

功した．従来，１インチ角のSOIウエハから，40～45個程

度のMEMS力センサ（2 mm角）を作製していたが，新た

なチップ化工程を確立することにより，80～90 個程度の

センサを作製することが可能となった． 
 
２．実験（Experimental） 
 高速大面積電子線 描画装置 （ア ドバンテス ト

F5112+VD01）にて作製したフォトマスクを用い，フォトマ

スクアライナ（SUSS MA6），反応性イオンエッチング装置

（SPP テクノロジーズ ASE-SR）を利用して，ピエゾ抵抗

型力センサを作製した．従来および提案手法のためのフ

ォトマスクデザインをFig. 1(a)および(b)にそれぞれ示す． 
 シリコン裏掘り後に残留したレジスト等を除去するために，

ピラニア洗浄を行った上で，ステルスダイシング装置によ

り個々のセンサチップを切り離した． 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 上記サイズのセンサを作成する際，1 インチ角 SOI ウエ

ハの四隅ではレジストが厚くなるため，実際にはウエハ中

央の 20 mm×20 mm程度の領域にしかセンサを作製す

ることができない．また，従来は手作業によるチップ化を

行うため，チップ間に0.5 mm程度の梁を設ける必要があ

り， 8×7＝56 個のチップを作製していた．手作業による

チップ化は歩留まりが 70～80%程度であり，結果として

40～45 個程度の良好なセンサが得られていた． 
 今回提案する方法では，ステルスダイシング装置により

チップ化を行うのでチップ間の梁が不要であり，ウエハ上

に10×10＝100個のセンサを作製することができる．また，

ダイシングの際に振動や衝撃がほとんどないため，1 枚の

1 インチ角 SOI ウエハから，80～90 個の良好なセンサを

得ることが可能となった． 
 生物を対象とする力計測では，有効なデータを得るため，

また統計的に有意な結果を与えるために，同一条件での

計測を繰り返し行う必要がある．このため，1 枚のウエハか

ら多数のセンサが作製できることは，非常に有益である． 
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Fig. 1 Design of photomask for the force sensor. 
(a) Conventional manual die separation 
(b) Die separation by stealth dicer 


